证券代码：688409                                证券简称：富创精密
沈阳富创精密设备股份有限公司投资者关系活动记录表
编号：【20261101】
	投资者关系活动类别

	[bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK52]特定对象调研        □分析师会议
□媒体采访            □业绩说明会
□新闻发布会          路演活动
现场参观            □电话会议
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]□其他 （请文字说明其他活动内容）

	参与单位名称
	西部利得、信达澳亚、宏道投资、中信资管、艾希资本、红筹投资、国新投资、CPE源峰、青岛华荣祥国际贸易有限公司、君成投资、丹羿投资、远信投资、万家基金、兴业基金、汇丰资管、南方基金、中欧基金、银华基金、工银瑞信、嘉实基金、大家资产、华泰资产、广发基金、华泰柏瑞、易方达基金、Boyu、CSAM、Millennium Capital、Optimas、Point72、Schroders、Y2 Capital、中邮基金、北京紫薇、华商基金、华泰资管、合远基金、大成基金、恒泽私募、恒越基金、招商基金、兴证全球基金、青骊投资、聚鸣投资、汇添富基金（以上排名不分先后）

	会议时间
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]2026年11月2日-2026年11月6日

	会议地点
	现场会议

	上市公司接待人员姓名
	董事会秘书：郎羽
投资者关系专员：石韵琳

	投资者关系活动主要内容介绍
	1、 投资者 Q&A 环节
Q1: 请问公司2026年前三季度整体经营情况如何？增长动能来自哪里？
A: 2026年前三季度，公司整体经营保持稳健增长态势，营业收入实现较快增长，归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后的净利润均较上年同期大幅增长。同期经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅改善，收入增长具备扎实的现金流支撑。分季度看，公司营业收入与归母净利润均呈现逐季走高的良好态势，三季度延续了上半年的增长趋势。增长主要来自三方面：一是半导体行业景气度回升，下游晶圆厂资本开支增加带动上游设备及零部件需求逐层落地；二是公司长期坚持的大客户战略及产业布局成果集中显现，在手订单加速转化为营业收入；三是随着收入规模扩大，单位固定成本被摊薄，规模效应逐步释放。有关公司后续经营情况，请以公司在上海证券交易所网站披露的定期报告及公告为准。
Q2: 公司多基地产能爬坡进展如何？产能利用率、规模效应改善情况怎样？
A: 南通及北京等各基地持续产能爬坡，前期新基地投产初期产能利用率偏低属于阶段性特征。随着订单逐步增加，前三季度产能利用率持续改善，规模效应进一步显现，助力盈利水平修复。
Q3: 请问公司研发投入主要投向哪些技术方向，投入强度是否变化？
A: 2026年前三季度，公司研发投入较上年同期保持较快增长，研发投入占营业收入的比例维持在较高水平，且第三季度投入强度较前三季度整体水平进一步提升，体现出公司在核心技术研发上的持续加码。公司持续深耕精密制造全链条核心技术体系建设，聚焦精密机械制造、表面处理特种工艺、精密焊接工艺、气体传输系统四大核心技术；依托先进制程迭代带来的行业机遇，加大匀气盘、特殊涂层、加热盘、静电卡盘及阀门五大专项研发力度，持续增加核心技术研发、迭代及产业化落地投入。
Q4: 请问公司前三季度期间费用管控取得了哪些成效？
A: 2026年前三季度，公司期间费用随经营规模扩大有所增长，但费用增幅低于营业收入增速，期间费用率较上年同期明显下降，规模效应持续显现。后续公司将继续强化预算与费用管控。
Q5: 请问公司财务费用大幅增长的原因是什么，汇率风险如何管理？
A: 2026年前三季度，公司财务费用同比增幅较大，主要原因有两方面：一是受美元兑人民币汇率下行影响，汇兑损失同比有所增加，前三季度累计汇兑损失规模较上年同期明显扩大；二是随着产能建设推进，长期借款规模有所增加，带动利息费用同比上升。对此，公司股东会已批准开展外汇套期保值及远期结售汇业务的方案并已开始执行，建立了外汇敞口的动态管理机制，积极控制汇率波动对业绩的影响。
Q6: 请问公司收购上海日扬后，如何与公司业务进行协同？
A: 为进一步提升公司在半导体先进技术领域的研发效率及成果，丰富产品及市场布局，增强公司核心竞争力及可持续经营能力，公司拟收购上海日扬部分股权。上海日扬地处上海宝山区高新园核心区域，主要从事生产真空腔体、真空阀、真空零组件及尾气处理设备，产品广泛应用于半导体、太阳能光伏、科研、面板产业。本次收购是公司完善半导体产业链布局的重要举措，公司将快速切入半导体真空阀核心赛道，丰富产品矩阵与市场布局；同时借助标的公司技术、市场资源，提升公司在半导体先进技术领域的研发效率与成果转化能力，增强核心竞争力及可持续经营能力，发挥业务协同效应，巩固行业地位。

	附件清单（如有）
	风险提示：本记录表如有涉及对外部环境判断、公司发展战略、未来计划等方面的前瞻性陈述内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

	关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明
	不涉及



